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今週のキーワード

先端PKG競争激化
AI需要が牽引、日米欧で技術・供給網を再構築

19
件

記事数

8
カ国

対象国

30
%

熱伝導率向上

20
%

生産能力増強

今週の全19記事 ― 5軸評価で読むべき記事を選ぶ
各列の見方 ― 技術新規性：ブレークスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#01
Google TPU、Intel
EMIB量産採用

企業戦略
●●●●

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●●

○
●●●○

○

Googleの次世代TPUがIntelのEMIBパッケージング技
術を量産採用し、CoWoS逼迫下の代替策として注目
される。

#02
Rapidus、600mmパ
ネルPKGロードマップ

企業戦略
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

●

Rapidusが2030年までに600mmパネルレベルPKGと
8レチクルインターポーザー実現を目指すロードマッ
プを発表。

#04
ASMPT、HPC・AI向
けボンディング技術

製品紹介
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●○○

○
●●●○

○

ASMPTがSEMICON TaiwanでHPC・AI向け熱圧着お
よびハイブリッドボンディング技術を展示、高密度チ
ップレット統合を推進。

#05
Unimicron、タイでAB
F基板量産開始

企業戦略
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○

UnimicronがAIサーバー向けABF基板のタイ新工場で
量産を開始し、地政学リスク分散と供給力強化を図る
。

#06
Samsung SEMCO、F
C-BGA生産20%増強

企業戦略
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●○○

○
●●●○

○

Samsung Electro-MechanicsがAI/HPC向けFC-BGA
基板の生産能力を20%増強、微細配線技術導入で競争
力強化。

#07
Ibiden、ABF基板歩留
まり大幅向上

技術改良
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

●
Ibidenが新プロセス技術によりAIチップ向けABF基板
の歩留まりを大幅に向上させ、供給安定化に貢献。

#08
新光電気、欧州車載向
け基板供給拡大

企業戦略
●●○○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●○○

○
●●●●

●
新光電気工業が欧州車載・産業機器向け高密度パッケ
ージ基板の供給を拡大し、車載AI需要に対応。

#09
Resonac、熱伝導率30
%向上材料開発

新材料
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

●
ResonacがAI/HPC向け半導体パッケージの熱伝導率
を30%向上させる革新的熱対策材料を開発。

#10
味の素FT、ABFフィル
ム増産

企業戦略
●●○○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

●
Ajinomoto Fine-TechnoがAIチップ向けABFフィルム
の生産能力を増強、2027年前半に供給不足緩和へ。

#11
日本政府、先端PKG補
助金制度導入

政策発表
●○○○

○
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

●
日本政府が異種統合・3D積層技術を重点に先端パッケ
ージング研究開発への新補助金制度を導入。

#12
AMAT、ハイブリッド
ボンディング新PF

新製品
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●○

○

Applied Materialsが3D積層チップ量産向けに超微細
ピッチ対応の「ハイブリッドボンディング」新プラッ
トフォームを発表。

#13
KLA、AI搭載欠陥検査
装置発表

新製品
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○

KLAがAIアルゴリズム搭載の高速・高精度欠陥検査装
置を発表、CoWoSなど先端パッケージの歩留まり向
上に貢献。

#14
Onto Innovation、PL
P計測ソリューション

新製品
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○

Onto Innovationがパネルレベルパッケージング量産
化を加速する高精度・高速計測ソリューションを発表
。
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# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#15
imec、ガラス基板3D
積層PKGブレークスル
ー

学術論文
●●●●

●
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●○

○

imecがインターポーザーにガラス基板を用いた3D積
層パッケージングでブレークスルーを発表、AI/HPC
向けに商用化加速。

#16
フラウンホーファーIZ
M、FHS技術

技術デモ
●●●●

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●○

○
●●○○

○

フラウンホーファーIZMが高密度配線可能なフレキシ
ブルハイブリッド基板（FHS）技術をデモンストレー
ション。

#17
AT&S;、HPC向けIC基
板増産加速

企業戦略
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●○○

○
●●●○

○

オーストリアAT&S;が高性能計算（HPC）向けIC基板
の生産能力増強計画を加速、データセンター需要に対
応。

#18
Infineon、EU内で先端
PKG連携強化

企業戦略
●○○○

○
●●○○

○
●●●●

○
●●○○

○
●●○○

○

InfineonがEU半導体法に基づき欧州域内で先端パッケ
ージング連携を強化、チップレット・異種統合のサプ
ライチェーン構築へ。

#19
STM、車載AI向けSiP
ソリューション

新製品
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●○○

○
●●●○

○

STMicroelectronicsが車載AI向けモジュール型SiPソ
リューションを発表、自動運転・ADASの小型化・高
性能化を推進。

#20
ガラス基板PKG、量産
化へ移行加速

市場概観
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○

先端パッケージングにおけるガラス基板がプロトタイ
プ段階から量産化へ移行加速、HBM・チップレット統
合の主要技術に。

●●●●○ High ●●●○○ Med-High ●●○○○ Med ●○○○○ Low | 背景黄色＝注目記事



半導体後工程 Weekly Intelligence Report | 2026-08-29 | Page 3

今週、判断に影響しうる3つの問い

❶ガラス基板は次世代AIチップの標準となるか？
imecのブレークスルーや量産化加速の報道は、ガラス基板がHBMやチップレット統合の有力候補であることを示唆してい
ます。自社の材料・装置開発戦略にどう影響するか、早期の技術評価が急務です。

❷AIチップの安定供給、日本の材料・基板メーカーはボトルネックを解消できるか？
Ibidenの歩留まり向上、味の素ファインテクノのABFフィルム増産は朗報ですが、UnimicronやSEMCOの増産も進み、供
給過剰リスクも視野に入れるべきです。需要と供給のバランスを注視し、戦略的な投資判断が求められます。

❸日本の先端パッケージング戦略はグローバル競争に勝てるか？
Rapidusの大型パネル化ロードマップや政府の補助金制度は期待されますが、IntelのEMIB量産採用やApplied Materials
のハイブリッドボンディングプラットフォームなど、海外勢の動きも加速しています。日本の強みを活かし、国際連携を
どう進めるべきか、経営戦略レベルでの検討が必要です。

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス

機会大・脅威小 機会大・脅威大

影響小（参考） 脅威大・機会小

←
 機

会
 →

← 脅威 →

EMIB量産HB量産化Ibiden ABF

Resonac熱 ガラス基板Rapidus PLP

政府補助

基板増産

項目 象限 ↑ 機会 ↓ 脅威

● EMIB量産 注意 CoWoS代替技術の選択肢拡大 TSMC CoWoS依存度低下、Intelの競争力強化

● HB量産化 注意 3D積層チップ量産技術の確立 装置投資の加速、技術標準化の競争

● Ibiden ABF 機会大 日本発のABF基板供給安定化 —

● Resonac熱 機会大 AI/HPC向け熱対策材料の市場拡大 —

● ガラス基板 注意 次世代PKG材料の選択肢、新市場創出 日本の材料・装置メーカーの競争激化

● Rapidus PLP 機会大 日本の先端PKG技術の再構築 2030年目標の達成難易度

● 政府補助 機会大 国内R&D;・設備投資の加速 補助金頼みの体質化、国際競争の激化

● 基板増産 脅威大 サプライチェーンの多様化・安定化 ABF/FC-BGA基板の供給過剰リスク
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深掘り ① ― Intel EMIB、Google TPUで量産採用
#01 | 2026/08/27 | digitimes | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●● データ信頼性●●●●○
日本関連度●●●○○

Googleの次世代TPUがIntelのEMIBパッケージング技術を量産採用し、既に歩留まり目標を達成したと報じられました
。これは、技術性能、コスト、生産能力の全てがGoogleの厳格な基準を満たした結果であり、TSMCのCoWoSパッケ
ージング容量逼迫に対する有力な代替策として注目されます。

EMIBはインターポーザー不要でチップレットを高密度接続する技術であり、CoWoSに比べ製造プロセス簡素化、コス
ト削減、歩留まり向上が期待されます。AI/HPC市場の急成長に伴い、先端パッケージングのサプライチェーン多様化
とリスク分散の重要性が高まる中、IntelのEMIBは新たな市場機会を獲得する可能性が高いです。

▶ 技術者の視点

GoogleのEMIB量産採用は、AIチップのパッケージングにおいてCoWoS一強体制に変化をもたらす可能
性を示唆しています。Intelが提示する歩留まり目標達成という具体的な成果は、EMIB技術の成熟度と
信頼性を示すもので、その数値は妥当と評価できます。しかし、CoWoSと比較した具体的なコスト削減
率や性能向上データが不足しており、今後の詳細な情報開示が待たれます。 【機会】日本の半導体材料
・装置メーカーにとっては、Intelのサプライチェーンへの参入機会が拡大する可能性があります。特に
、EMIBに最適化された材料や装置の開発・供給は大きなビジネスチャンスです。また、CoWoSの供給
逼迫が緩和されることで、日本の半導体メーカーの調達リスクが低減する可能性もあります。
【脅威】一方で、TSMC CoWoSに特化した投資を行ってきた企業にとっては、技術ロードマップの見直
しを迫られる可能性があります。Intelの競争力強化は、日本の半導体メーカーがグローバル市場で競合
する上で新たな課題となるでしょう。今後は、EMIBとCoWoSの技術的優位性を継続的に比較し、自社
の製品戦略やサプライチェーン戦略にどう組み込むかを検討する必要があります。

深掘り ② ― AMAT、ハイブリッドボンディング新PF発表
#12 | 2026/08/28 | Business Wire | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●○○

Applied Materialsが、次世代3D積層チップの量産を可能にする新しいハイブリッドボンディングプラットフォームを
発表しました。このシステムは、超微細ピッチでの高精度アライメントと高いスループットを実現し、AI/HPC向けチ
ップ製造におけるボトルネック解消と3D-ICの商業化加速に貢献します。

ハイブリッドボンディングは、従来のマイクロバンプ接続に比べ接続密度を大幅に高め、信号伝送距離を短縮すること
で、AI/HPCチップの性能向上と電力効率改善に決定的な役割を果たします。この新プラットフォームは、数ミクロン
以下の微細ピッチ対応、サブミクロンレベルの高精度アライメント、高速スループット、そしてD2W/W2W両対応が特
徴です。
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▶ 技術者の視点

Applied Materialsの新プラットフォームは、ハイブリッドボンディング技術の量産適用を大きく前進さ
せるものです。超微細ピッチ対応と高スループットの両立は、3D-ICのコスト効率と歩留まりを改善す
る上で不可欠であり、発表された機能は妥当な進化と評価できます。しかし、実際の量産ラインでの安
定稼働率や、異なる材料・チップとの互換性、長期信頼性データが今後の評価ポイントとなるでしょう
。 【機会】日本の半導体製造装置メーカーや材料メーカーにとっては、この新プラットフォームに適合
する周辺技術や材料（例えば、ボンディング材料、検査装置、前処理装置）の開発・供給で新たなビジ
ネスチャンスが生まれます。また、日本のOSATやIDMは、この技術を導入することで、次世代AI/HPC
チップの製造競争力を高めることができます。 【脅威】ハイブリッドボンディングは、従来のパッケー
ジングプロセスを大きく変革するため、既存技術に依存する企業は技術転換への対応が求められます。
特に、装置メーカー間の競争が激化し、技術標準化の動向を注視する必要があります。日本の企業は、
この技術トレンドを早期に捉え、自社の強みを活かした差別化戦略を迅速に実行することが重要です。
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深掘り ③ ― imec、ガラス基板3D積層PKGでブレークスルー
#15 | 2026/08/25 | EETimes | 技術新規性●●●●● 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●○ データ信頼性●●●●●
日本関連度●●●○○

ベルギーのimecが、インターポーザーとしてガラス基板を用いた3D積層パッケージング技術で重要なブレークスルー
を発表しました。ガラス基板は、低誘電損失、優れた熱安定性、微細加工性から、次世代AI/HPCパッケージングの有
力候補として注目されています。

主な進展は、超微細貫通ビア（TGV）技術の確立、低反り・高信頼性プロセスの実現、異種統合への対応、そして光電
融合技術との連携です。imecは複数のパートナー企業と共同で商用化を加速する方針であり、半導体業界に新たな展望
を拓く可能性があります。

▶ 技術者の視点

imecのガラス基板技術におけるブレークスルーは、次世代パッケージングの方向性を決定づける重要な
成果です。特にTGVの確立と低反りプロセスの実現は、ガラス基板の量産化に向けた大きな課題を克服
したことを意味し、その技術的価値は非常に高いと評価できます。ただし、シリコンインターポーザー
や有機インターポーザーと比較した具体的なコスト優位性や、長期信頼性データについては、今後の実
証が待たれます。 【機会】日本のガラスメーカー、材料メーカー、および製造装置メーカーにとっては
、新たな巨大市場が生まれる大きな機会です。特に、高機能ガラス材料、TGV形成装置、ガラス基板対
応の検査・計測装置などの開発・供給は、日本の強みを活かせる分野です。imecとの共同研究や技術提
携も有効な戦略となるでしょう。 【脅威】ガラス基板技術は、米国や韓国でも活発に開発が進んでおり
、国際競争が激化することは避けられません。日本の企業がこの波に乗り遅れると、次世代パッケージ
ング市場での存在感を失う可能性があります。早期に技術動向を把握し、自社の技術ポートフォリオに
ガラス基板をどう組み込むか、戦略的な判断が求められます。

その他の注目記事
Ibiden、AIチップ向けABF基板の歩留まり大幅向上（Nikkei Asia）
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●○

日本の主要ABF基板メーカーであるIbidenが新プロセスで歩留まりを向上。AIチップの供給安定化に直結し、日本の材
料技術の強みを示す。

Resonac、AI/HPC向け半導体パッケージの熱伝導率30%向上を達成する革新的熱対策材料を開発（Chemical Daily）
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●○

AI/HPCチップの熱問題解決に不可欠な高熱伝導材料をResonacが開発。日本の材料メーカーの技術力が光る。

先端パッケージングにおけるガラス基板、プロトタイプ段階から量産化へ移行加速、HBM・チップレット統合の主要技術に（Solid State Technology）
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●●

ガラス基板が次世代PKGの有力候補として量産化へ加速。日本の材料・装置メーカーにとって大きな機会と競争激化を
意味する。

Rapidus、2030年までに600mmパネルと8レチクルインターポーザーの先端パッケージング技術確立へ（TrendForce）
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●○

Rapidusが日本の半導体再興に向けた野心的な先端PKGロードマップを発表。国家戦略としての進捗に注目。

日本政府、異種統合・3D積層技術を重点に先端パッケージング研究開発へ新補助金制度を導入、競争力強化へ（METI Press Release）
技術新規性●○○○○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●●

日本政府が先端パッケージング分野への大規模な補助金制度を導入。国内サプライチェーン強化と技術ハブ化を目指す
政策動向。
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今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

▍即時（今週中）
• 【調達】Intel EMIB採用の背景と、TSMC CoWoSの供給状況に関する最新情報を確認。代替パッケージング技
術の動向を把握し、サプライチェーンリスクを再評価。

• 【R&D;】Resonacの熱対策材料開発、IbidenのABF歩留まり向上について、自社製品への適用可能性を検討。
特にAI/HPC向け材料の性能要件を再確認。

▍短期（1ヶ月）
• 【経営企画】日本政府の先端パッケージング補助金制度の詳細を確認し、自社事業との連携可能性を検討。Rap
idusのロードマップと自社の技術開発計画を比較分析。

• 【半導体PKG】Applied Materialsのハイブリッドボンディング新プラットフォームについて、技術詳細と導入
メリットを調査。3D積層技術のロードマップに与える影響を評価。

• 【R&D;】imecのガラス基板技術ブレークスルーについて、詳細情報を収集。ガラス基板の材料特性、加工性、
コスト、信頼性に関する評価を開始。

▍中長期（四半期〜）
• 【R&D;/経営企画】ガラス基板技術の動向を継続的にモニタリングし、自社の材料・装置開発戦略に組み込む可
能性を検討。共同開発パートナーの探索を開始。

• 【調達/経営企画】Unimicron、SEMCO、AT&S;などの基板メーカーの増産動向を注視し、将来的な供給過剰リ
スクと価格変動を予測。サプライヤー戦略を柔軟に見直す準備。

• 【EV設計/産業機器】STMicroelectronicsや新光電気工業の車載・産業機器向けSiP/基板ソリューションを評価
し、自社の次世代製品への適用可能性を検討。

troy-technical.jp 独自キュレーション。記事著作権は各原著作者に帰属。 | Gemini API + Claude | 2026-08-29
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収録記事一覧

#01 Googleの次世代TPU、IntelのEMIBパッケージング技術を初の量産採用し歩留まり目標達成

#02 Rapidus、2030年までに600mmパネルと8レチクルインターポーザーの先端パッケージング技
術確立へ

#04 ASMPT、SEMICON Taiwan 2026でHPC・AI向け熱圧着およびハイブリッドボンディング革新
技術を展示

#05 Unimicron、AIサーバー向けABF基板のタイ新工場で量産開始、地政学リスク分散と供給力強化
へ

#06 Samsung Electro-Mechanics、AI/HPC向けFC-BGA基板生産能力を20%増強、微細配線技術導
入で競争力強化

#07 Ibiden、新プロセス技術でAIチップ向けABF基板の歩留まり大幅向上、供給安定化に貢献

#08 新光電気工業、欧州車載・産業機器向け高密度パッケージ基板の供給拡大、車載AI需要に対応

#09 Resonac、AI/HPC向け半導体パッケージの熱伝導率30%向上を達成する革新的熱対策材料を開
発

#10 Ajinomoto Fine-Techno、AIチップ向けABFフィルム生産能力を増強、2027年前半に供給不足

緩和へ

#11 日本政府、異種統合・3D積層技術を重点に先端パッケージング研究開発へ新補助金制度を導入、
競争力強化へ

#12 Applied Materials、3D積層チップ量産向けに超微細ピッチ対応の「ハイブリッドボンディン
グ」新プラットフォームを発表

#13 KLA、AIアルゴリズム搭載の高速・高精度欠陥検査装置を発表、CoWoSなど先端パッケージの歩
留まり向上へ

#14 Onto Innovation、パネルレベルパッケージング量産化を加速する高精度・高速計測ソリューシ
ョンを発表

#15 imec、インターポーザーにガラス基板を用いた3D積層パッケージングでブレークスルーを発
表、AI/HPC向けに商用化加速

#16 フラウンホーファーIZM、高密度配線可能なフレキシブルハイブリッド基板（FHS）技術をデモ
ンストレーション、ウェアラブル・IoTデバイスに新境地

#17 オーストリアAT&S、高性能計算（HPC）向けIC基板の生産能力増強計画を加速、データセンタ
ー需要に対応

#18 Infineon、EU半導体法に基づき欧州域内で先端パッケージング連携を強化、チップレット・異種

統合のサプライチェーン構築へ



#19 STMicroelectronics、車載AI向けモジュール型SiPソリューションを発表、自動運転・ADASの小
型化・高性能化を推進

#20 先端パッケージングにおけるガラス基板、プロトタイプ段階から量産化へ移行加速、HBM・チッ

プレット統合の主要技術に



#01 Googleの次世代TPU、IntelのEMIBパッケージング技
術を初の量産採用し歩留まり目標達成

概要

Googleは、次世代TPUにおいてIntelのEMIBパッケージング技術を量産採用し、既に歩
留まり目標を達成しました。この採用は、技術性能、コスト、生産能力の全てが
Googleの厳格な基準を満たした結果であり、MediaTekとの提携によるものです。

TSMCのCoWoSパッケージング容量が逼迫する中で、Intelは新たな顧客獲得の機会を
得ており、今後のTPU世代でもEMIBが継続して採用される可能性が高いと見られてい
ます。これは、先端パッケージング市場における多様化の大きな一歩を意味します。

公開日 2026年08月27日  digitimes  台湾



詳細

主要成果

Googleは、次世代の機械学習向けプロセッサであるTPU (Tensor Processing Unit) に、
Intelの埋め込みマルチダイ相互接続ブリッジ（EMIB）パッケージング技術を量産適用
し、既に設定された厳格な歩留まり目標を達成しました。この戦略的な決定は、Google

が技術性能、コスト効率、および生産能力の観点からEMIBがCoWoSを上回ると判断し
たことによるものです。台湾のMediaTekもASICコラボレーションパートナーとして
Googleとの協力を深めています。

技術・臨床詳細

IntelのEMIB技術は、異なる半導体ダイを単一パッケージ内で高密度に接続する先端パッ
ケージングソリューションです。従来のインターポーザーを必要とせず、短距離のブリ
ッジ配線を用いてチップレットを接続するため、 CoWoS（ Chip-on-Wafer-on-
Substrate）と比較して製造プロセスが簡素化され、コスト削減と歩留まり向上が期待で
きます。特にAIアクセラレータやHBM（高帯域幅メモリ）の統合において、EMIBは
TSMCのCoWoSが直面している構造的なボトルネック、すなわちコスト上昇、歩留まり
リスク、容量制約を回避する代替策として注目されています。GoogleのTPUにおける初
期の歩留まり目標達成は、EMIB技術の成熟度と信頼性を明確に示しています。

背景・業界文脈

AIおよびHPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）市場の急成長に伴い、先進的
な半導体パッケージングの需要は飛躍的に高まっています。TSMCのCoWoS技術は、そ
の性能の高さからAIチップの主要パッケージング手法として広く採用されていますが、
その供給能力は依然として逼迫しており、需要を満たしきれていない状況が続いていま
す。このような背景から、Googleのような大手テクノロジー企業が、IntelのEMIBのよ
うな代替技術を探し、採用することは、サプライチェーンの多様化とリスク分散の観点
から極めて重要です。台湾のPowertech Technology（PTI）も、2027年半ばまでにパネ
ルレベルパッケージング（PiFO）の量産を開始する計画であり、先端パッケージング市
場における競争と革新が加速しています。



今後の展望

GoogleがEMIBを採用したことで、Intelは先端パッケージング市場でより多くの顧客を
獲得する大きな機会を得ると予想されます。EMIBがGoogleのTPUの将来世代でも引き続
き使用される可能性が高いことは、この技術がAIハードウェアの新たな標準となる可能
性を示唆しています。この動きは、半導体業界全体のサプライチェーン戦略に大きな影
響を与え、TSMCのCoWoSに対する依存度を低減し、より分散されたパッケージングエ
コシステムの発展を促進するでしょう。投資家や業界関係者は、EMIB技術のさらなる普
及と、それがもたらす市場シェアの変化に注目しています。

元記事: https://www.digitimes.com/news/a20260827PD212/google-mediatek-packaging-intel-tpu.html

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.digitimes.com/news/a20260827PD212/google-mediatek-packaging-intel-tpu.html


#02 Rapidus、2030年までに600mmパネルと8レチクル
インターポーザーの先端パッケージング技術確立へ

概要

Rapidusは、2030年までに8レチクルサイズのインターポーザーと600mmパネルレベル
パッケージングを実現する先端パッケージングロードマップを加速すると発表しまし
た。同社は、Rapidus Chiplet Solutions（RCS）のパイロットラインを本格稼働させ、

2.xDおよび3Dパッケージングプロセスを検証し、高密度チップレット統合を目指しま
す。この取り組みは、フリップチップBGA、2.5Dシリコンインターポーザー、パネル
レベルRDL有機インターポーザー、ハイブリッドボンディングによる3Dスタッキング

を含む幅広いポートフォリオを展開し、次世代AIおよび高性能コンピューティング
（HPC）システムの需要に対応します。日本の半導体産業における国際競争力強化に
向けた重要な一歩となります。

公開日 2026年08月21日  TrendForce  日本



詳細

主要成果

Rapidusは、2030年までに600mmパネルレベルパッケージングと8レチクルサイズのイ
ンターポーザーを目標とする先端パッケージングロードマップを発表し、次世代AIおよ
び高性能コンピューティング（HPC）向けの高密度チップレット統合技術を確立する方
針を明確にしました。同社は既にRapidus Chiplet Solutions (RCS) のパイロットラインを
本格稼働させ、2.xDおよび3Dパッケージングプロセスの検証を開始しています。これ
は、AI時代の需要に応えるための日本の半導体産業における極めて重要な技術的ブレー
クスルーとなる可能性があります。

技術・臨床詳細

Rapidusが推進する先端パッケージング技術の中核は、より大型のインターポーザーと
革新的なパネルレベル処理です。インターポーザーのロードマップは、現在の4レチク
ル（3,320 mm²）から6レチクル（4,980 mm²）、そして2030年には8レチクル（6,640

mm²）へと段階的に拡張されます。特に注目されるのは、600 x 600 mmの大型パネル
レベルパッケージングプラットフォームの開発であり、これにより有機基板の有効面積
は2030年までに約14,400 mm²に達すると見込まれています。このプラットフォーム
は、従来のウェハベースのプロセスと比較して、製造コスト削減と歩留まり向上に大き
く貢献し、フリップチップBGA、2.5Dシリコンインターポーザー、パネルレベルRDL有
機インターポーザー、そして高密度チップレット統合に不可欠なハイブリッドボンディ
ングによる3Dスタッキングを含む多岐にわたるパッケージングソリューションを実現し
ます。

背景・業界文脈

近年のAI技術の急速な進化とHPC需要の爆発的な増加は、半導体の性能向上だけでな
く、そのパッケージング技術にも革新的なアプローチを強く求めています。これまでの
微細化の限界が近づく中で、異なる機能を持つ複数のチップレットを単一のパッケージ
内に高密度に統合する「ヘテロジニアスインテグレーション」は、ムーアの法則の限界
を超えるための鍵とされています。Rapidusは、経済産業省の支援を受け、2nmプロセ
ス技術の確立と並行して、この先端パッケージング技術の開発に注力しており、国際的
なサプライチェーンにおける日本のプレゼンスを再強化することを目指しています。



今後の展望

Rapidusのこの大胆なロードマップは、2nmプロセスと並び、同社が目指す半導体製造
の垂直統合戦略の重要な柱となります。600mmパネルレベルパッケージング技術は、
従来ウェハベースで行われていた工程をより大きな基板で処理することで、劇的なコス
ト効率と生産性向上をもたらす可能性を秘めています。2030年までにこれらの技術を確
立することで、RapidusはAIチップ市場において、競合他社に先駆けて次世代高性能半
導体の量産体制を築き、日本の半導体産業の再興を牽引することが期待されます。これ
は、データ中心の未来社会を支える基盤技術として、その戦略的意義は極めて大きいと
言えます。

元記事: https://www.trendforce.com/news/2026/08/21/news-rapidus-scales-up-advanced-packaging-

targets-8-reticle-interposers-with-600mm-panels-by-2030/

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.trendforce.com/news/2026/08/21/news-rapidus-scales-up-advanced-packaging-targets-8-reticle-interposers-with-600mm-panels-by-2030/
https://www.trendforce.com/news/2026/08/21/news-rapidus-scales-up-advanced-packaging-targets-8-reticle-interposers-with-600mm-panels-by-2030/


#04 ASMPT、SEMICON Taiwan 2026でHPC・AI向け熱圧
着およびハイブリッドボンディング革新技術を展示

概要

グローバルテクノロジーリーダーであるASMPTは、SEMICON Taiwan 2026で、HPC、
AIアクセラレータ、シリコンフォトニクス、CPO（Co-Packaged Optics）アプリケー
ションをサポートする先端パッケージングポートフォリオを展示すると発表しまし

た。同社は、熱圧着ボンディング（TCB）やハイブリッドボンディング技術を活用し、
MEGAマルチチップボンディングソリューションなどの高精度な装置を紹介します。
これらの技術は、高密度なチップレット統合とデータ転送速度の向上を実現し、次世

代の高性能デバイス製造における課題解決に貢献します。

公開日 2026年08月26日  ASMPT SEMI Solutions  台湾



詳細

主要成果

ASMPTは、2026年9月に台北で開催されるSEMICON Taiwanにおいて、HPC（高性能コ
ンピューティング）、AIアクセラレータ、シリコンフォトニクス、CPO（Co-Packaged
Optics）といった最先端アプリケーションを強力にサポートする革新的な先端パッケー
ジング技術を展示すると発表しました。特に、熱圧着ボンディング（TCB）やハイブリ
ッドボンディングなどの主要技術を駆使し、高精度なチップレット統合と高速データ転
送を可能にするソリューションを前面に打ち出します。この展示は、AI時代における複
雑な半導体パッケージング要求に応えるASMPTの技術的優位性を示すものです。

技術・臨床詳細

ASMPTの展示の中核をなすのは、同社のMEGAマルチチップボンディングソリューショ
ンです。このシステムは、チップの精密な配置とアライメント精度に優れており、統合
されたディスペンシング、UV固定、高度な検査機能を組み合わせています。これによ
り、非常に微細なピッチでのボンディングが可能となり、多数のチップレットを効率的
かつ高信頼性で統合することができます。熱圧着ボンディング（TCB）は、微細な銅-銅
接続を可能にし、低熱膨張係数の材料との組み合わせにより、高い電気的性能と優れた
熱管理を実現します。ハイブリッドボンディングは、さらに微細な接続ピッチと高い接
合強度を提供し、3D-ICにおけるダイ・ツー・ウェーハまたはダイ・ツー・ダイ接続の
主要技術として、次世代のチップレットアーキテクチャに不可欠です。これらの技術
は、特にAI処理ユニットやデータセンター向けの高帯域幅メモリ（HBM）モジュールに
おいて、性能と電力効率を大幅に向上させます。

背景・業界文脈

半導体業界は、AI、5G、自動運転といったメガトレンドにより、かつてないほどの高速
化と小型化、そして高集積化を求められています。これまでの微細化による性能向上の
限界が見え始める中で、複数の機能ブロックをチップレットとして分割し、これらを高
度なパッケージング技術で統合する「ヘテロジニアスインテグレーション」が重要な戦
略となっています。台湾は世界の半導体サプライチェーンの中核であり、SEMICON

Taiwanはアジア太平洋地域における最も重要な半導体イベントの一つです。ASMPTのよ
うな主要サプライヤーがこの場で最新技術を発表することは、台湾および世界の半導体
エコシステム全体に大きな影響を与えます。



今後の展望

ASMPTの先端パッケージング技術は、AI時代の半導体製造において不可欠な役割を果た
すでしょう。特に、HPCやAIアクセラレータ向けのチップにおいて、高密度なチップレ
ット統合と低遅延のデータ転送は性能の鍵となります。同社のソリューションは、これ
らの要求に応えるだけでなく、将来的にはCo-Packaged Optics (CPO) のような新たな技
術分野への道を拓きます。CPOは、光デバイスと電子デバイスを単一パッケージに統合
することで、データ転送のボトルネックを解消し、データセンターの消費電力削減と性
能向上に革命をもたらす可能性を秘めています。ASMPTの継続的なイノベーションは、
半導体パッケージング技術の未来を形成し、デジタル社会の進化を加速させるでしょ
う。

元記事: https://semi.asmpt.com/en/news-center/press-releases/asmpt-at-semicon-southeast-asia-2026-

from-advanced-packaging-to-intelligent-factories-11/

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://semi.asmpt.com/en/news-center/press-releases/asmpt-at-semicon-southeast-asia-2026-from-advanced-packaging-to-intelligent-factories-11/
https://semi.asmpt.com/en/news-center/press-releases/asmpt-at-semicon-southeast-asia-2026-from-advanced-packaging-to-intelligent-factories-11/


#05 Unimicron、AIサーバー向けABF基板のタイ新工場で
量産開始、地政学リスク分散と供給力強化へ

概要

Unimicronは、AIサーバー向けABF（Ajinomoto Build-up Film）基板の需要急増に対応
するため、タイ新工場での量産を開始した。この戦略的投資は、既存の台湾工場に加
えて地政学的リスクを分散し、供給能力を強化することを目的としている。同社は、

2026年後半に向けてAI関連製品の収益比率をさらに高める計画であり、AI市場の成長
を支える主要サプライヤーとしての地位を固める。

公開日 2026年08月27日  DigiTimes Japan  台湾



詳細

主要成果

AIサーバー需要に対応するため、Unimicronがタイに新設したABF（Ajinomoto Build-up

Film）基板工場が本格的な量産体制に入った。この新工場は、AIプロセッサの性能向上
に伴う高密度・高層ABF基板の供給不足を緩和し、特にHBM（High Bandwidth

Memory）を搭載した最先端AIアクセラレータの供給安定化に貢献する。今回の工場稼
働は、従来の台湾に集中していた生産拠点を分散させることで、地政学的リスクへの対
応力を高めると同時に、増大するグローバルな需要への迅速な対応を可能にする。
Unimicronは、2026年後半に向けてAI関連製品の売上比率をさらに引き上げると見込ん
でおり、この新工場は同社の成長戦略の要となる。

技術・製造詳細

ABF基板は、CPUやGPUなどの高性能半導体をパッケージングするために不可欠な部品
であり、特にAI/HPC（高性能計算）用途では、多層化と微細配線が求められる。
Unimicronのタイ新工場では、最新の製造技術と自動化システムを導入し、高歩留まり
で高品質なABF基板の生産を目指す。これにより、データセンターやクラウドインフラ
を支える次世代AIプロセッサの要求仕様に応えることが可能となる。具体的には、高層
基板における均一な配線形成技術、低誘電損失材料の精密加工、そして熱管理性能を向
上させる構造設計などが導入されている。

背景・業界文脈

近年、半導体サプライチェーンの強靭化と地域分散が世界的な課題となっており、台湾
に集中する先端半導体製造能力のリスクヘッジが求められている。Unimicronのタイへ
の投資は、このグローバルな動向に合致するものであり、顧客企業にとっても安定した
サプライチェーンを確保する上で重要な意味を持つ。AIの進化に伴い、ABF基板の需要
は爆発的に増加しており、各メーカーが増産投資を急いでいる状況にある。特にAIサー
バー市場は今後も高い成長が見込まれており、高機能パッケージ基板の安定供給は、AI

産業全体の発展にとって不可欠な要素である。



今後の展望

タイ新工場の稼働により、UnimicronはAI市場におけるプレゼンスをさらに強化し、顧
客基盤の拡大を図る。また、同社は今後も微細化技術、高周波対応技術、低熱膨張技術
など、次世代ABF基板の開発に積極的に投資し、AI半導体技術の進化をパッケージング
の側面から支え続ける方針である。これにより、同社はグローバルなパッケージング基
板市場での競争優位性を維持し、持続的な成長を目指すとともに、顧客の多様なニーズ
に応える柔軟な生産体制を構築していく。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#06 Samsung Electro-Mechanics、AI/HPC向けFC-BGA
基板生産能力を20%増強、微細配線技術導入で競争力強化

概要

Samsung Electro-Mechanics（SEMCO）は、ハイエンドFC-BGA（フリップチップボー
ルグリッドアレイ）基板の需要急増に対応するため、韓国国内の工場で生産能力を
20%増強すると発表した。この戦略的投資は、特にAI/HPC（高性能計算）アプリケー

ション向けの基板需要の高まりに対応するものだ。同社は、微細配線技術と低誘電材
料の導入を進め、競争力を強化することで、グローバル市場でのリーダーシップを維
持する。

公開日 2026年08月26日  The Korea Economic Daily  韓国



詳細

主要成果

Samsung Electro-Mechanics（SEMCO）は、高成長が続くAIおよび高性能計算（HPC）
市場向けフリップチップボールグリッドアレイ（FC-BGA）基板の供給体制を強化する
ため、韓国国内の生産拠点で能力を20%増強すると発表した。この大幅な増産は、次世
代AIプロセッサやデータセンター用チップの旺盛な需要に応えることを目的としてい
る。SEMCOは、FC-BGA技術におけるリーディングカンパニーの一つとして、この投資
を通じて市場での競争優位性をさらに確固たるものにする方針である。

今回の生産能力増強には、最先端の微細配線技術と、高周波信号伝送特性に優れる低誘
電材料の導入が含まれる。これにより、より複雑で高性能なチップのパッケージング要
求に対応し、信号伝送速度の向上と消費電力の削減に貢献する。FC-BGA基板は、高性
能CPU、GPU、AIアクセラレータなどの主要なインターコネクト技術であり、その性能
と供給安定性は、半導体産業全体の発展に直結する。

技術・製造詳細

FC-BGA基板は、チップとプリント基板を電気的に接続するための高密度パッケージン
グ技術であり、多層構造と微細な配線が特徴である。SEMCOは、サブミクロンレベル
の配線技術、多層積層技術、そして熱マネジメントソリューションの開発に注力してい
る。今回の増強では、特に高層化された基板の反り対策や、低誘電損失を実現する新し
い誘電層材料の採用が進められる。これにより、AI/HPCチップが要求する高い電力供給
能力と高速信号伝送能力を最大限に引き出すことが可能となる。

背景・業界文脈

AIの進化とデータセンターの拡大は、FC-BGA基板市場を牽引する最大の要因である。
NVIDIA、AMD、Intelといった主要半導体メーカーは、競って高性能AIチップを投入し
ており、それに伴い先端パッケージング基板の需要が急増している。特に、HBMとの統
合が進むAIアクセラレータでは、FC-BGA基板が主要なインターポーザーとして機能
し、その供給はAIチップの生産量に直接影響を与える。SEMCOの今回の投資は、このよ
うな市場の潮流を捉え、長期的な成長を見据えた戦略的判断と言える。



今後の展望

SEMCOは、継続的な研究開発投資と生産能力増強を通じて、FC-BGA技術のフロンティ
アを拡大し続ける。将来的には、より微細なピッチでの接続、より高層な積層、そして
コスト効率の向上を目指し、次世代のパッケージングソリューションを市場に提供する
計画である。これにより、同社はAI/HPC市場における支配的なサプライヤーとしての地
位を確立し、半導体エコシステム全体の発展に貢献する。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#07 Ibiden、新プロセス技術でAIチップ向けABF基板の歩
留まり大幅向上、供給安定化に貢献

概要

Ibidenは、AIプロセッサ向けABF（Ajinomoto Build-up Film）基板の製造において、新
プロセス技術の導入により歩留まりが大幅に向上したと発表した。この成果により、
高まるAIチップ需要に対して、より安定した高機能ABF基板の供給が可能となる見込み

だ。同社は、さらなる微細化と低反り化技術の開発にも注力しており、次世代AIチッ
プへの対応力を強化している。

公開日 2026年08月24日  Nikkei Asia  日本



詳細

主要成果

Ibidenは、AIプロセッサ向けの主要なインターポーザーであるABF（Ajinomoto Build-up

Film）基板の製造プロセスにおいて、画期的な新技術を導入し、歩留まりの大幅な向上
に成功したと発表した。この技術革新は、高まるAIチップの需要に対し、Ibidenがより
安定した高品質なABF基板を供給できる体制を確立したことを意味する。AIチップの性
能向上に伴い、ABF基板には極めて高い信頼性と複雑な配線構造が要求される。従来の
製造プロセスでは、微細化の進展に伴い歩留まりの維持が課題となっていたが、Ibiden

の新技術はこれを克服。これにより、顧客である半導体メーカーは、より効率的にAIプ
ロセッサの生産を進めることが可能となり、AI産業全体のサプライチェーン強靭化に大
きく貢献すると期待される。

技術・製造詳細

Ibidenが開発した新プロセス技術は、主に以下の点に焦点を当てている：

超微細配線形成技術の最適化: 露光・エッチングプロセスを精密に制御することで、
これまで困難であったサブミクロンレベルの配線パターンを高精度に形成。

層間接続の信頼性向上: 多層積層時の層間密着性やビア形成技術を改善し、電気的特
性の安定化と信頼性の向上を実現。

材料特性の最適化: 低誘電損失材料や低熱膨張係数材料の選定・加工技術を見直し、
高周波対応と反り抑制を両立。

自動検査システムの強化: AIを活用したインライン検査システムを導入し、早期の欠
陥検出とプロセスの迅速なフィードバックを可能に。

これらの改善により、特に高層化されたAIチップ向けABF基板の製造において、品質の
一貫性と生産効率が飛躍的に向上したという。Ibidenは、今後もさらなる微細化と低反
り化技術の開発を進め、将来のAIチップの要求仕様に応える体制を整える。



背景・業界文脈

AIの爆発的な普及は、半導体業界に大きな変革をもたらしている。高性能AIチップは、
膨大なデータを高速で処理するために、HBM（High Bandwidth Memory）や複数のチッ
プレットを統合した複雑なパッケージ構造を必要とする。このため、チップとチップ、
あるいはチップと基板を接続するABF基板は、AIチップのボトルネックの一つとなって
いる。供給不足や品質課題が顕在化する中で、Ibidenのような主要サプライヤーによる
歩留まり向上は、AIチップの安定供給に直結し、業界全体の成長を加速させる重要なニ
ュースである。

今後の展望

Ibidenの今回の発表は、同社のABF基板事業の競争力をさらに高めるものとなる。AI市
場の拡大は今後も継続すると見込まれており、高機能ABF基板への需要はさらに高まる
一方だ。Ibidenは、この技術的優位性を活かし、次世代AIプロセッサのパッケージング
ソリューションをリードしていく方針である。また、環境負荷低減に向けたグリーンプ
ロセス技術の開発も視野に入れ、持続可能な半導体製造への貢献も目指す。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#08 新光電気工業、欧州車載・産業機器向け高密度パッケ
ージ基板の供給拡大、車載AI需要に対応

概要

新光電気工業（Shinko Electric Industries）は、欧州の自動車および産業機器メーカー
向けに、高密度実装パッケージ基板の供給を拡大すると発表した。特に、車載AIやエ
ッジAIデバイスの普及に伴い、堅牢性と信頼性の高いパッケージングが求められてお

り、同社の技術が評価されている。この戦略的な供給拡大により、グローバルサプラ
イチェーンにおける同社の存在感が一層高まる見込みだ。

公開日 2026年08月23日  Japan Times  日本



詳細

主要成果

新光電気工業（Shinko Electric Industries）は、欧州市場における需要増に対応するた
め、自動車および産業機器メーカーへの高密度実装パッケージ基板の供給を大幅に拡大
することを決定した。この動きは、自動運転、コネクテッドカー、産業用ロボット、ス
マートファクトリーといった分野で、車載AIおよびエッジAIデバイスの導入が加速して
いる現状を反映している。これらのアプリケーションでは、過酷な環境下での高い信頼
性と長寿命が要求されるため、パッケージ基板には特に優れた堅牢性と放熱性能が不可
欠となる。新光電気工業の長年にわたる高信頼性パッケージング技術が、欧州の主要メ
ーカーから高く評価され、今回の供給拡大につながった。

技術・製品詳細

新光電気工業が供給を拡大する高密度実装パッケージ基板は、以下の特徴を持つ：

高密度配線技術: 微細なライン/スペース（L/S）により、多数のI/Oを持つ複雑な半導
体チップの接続を可能にする。

高放熱性材料と構造: 車載環境で発生する大容量の熱を効率的に放散するための熱伝
導性材料や、放熱経路を最適化した設計を採用。

高い信頼性と堅牢性: 振動、衝撃、温度変化など、厳しい車載および産業環境に耐え
うる材料と構造設計。特に、多層基板における層間接続の信頼性が高い。

小型・薄型化: エッジAIデバイスや車載ECU（電子制御ユニット）の小型化要求に対
応するため、パッケージのフットプリントと厚みを最小限に抑える技術。

同社は、これらの技術を駆使して、欧州市場特有の厳しい品質基準と長期供給要件を満
たしている。



背景・業界文脈

欧州は、自動車産業および産業機器産業において世界をリードしており、近年、これら
の分野でAI技術の導入が急速に進んでいる。自動運転レベルの向上や、工場における
IoTデバイスの普及は、高性能かつ高信頼性の半導体とそれを支えるパッケージング技
術への需要を押し上げている。特に、地政学的なリスク分散の観点から、サプライチェ
ーンの多様化はグローバル企業にとって喫緊の課題であり、日本の技術力の高い企業へ
の期待が高まっている。新光電気工業の供給拡大は、こうした市場のニーズに合致する
戦略的な動きである。

今後の展望

新光電気工業は、欧州市場での存在感を強化することで、グローバルなビジネス基盤を
さらに磐石にする。今後も、車載および産業機器分野におけるAIの進化に対応するた
め、次世代パッケージング技術の研究開発に積極的に投資し、顧客の多様な要求に応え
るソリューションを提供していく方針である。特に、モジュール化や異種統合といった
トレンドに対応する技術開発を強化し、市場での競争優位性を維持していくと見られ
る。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#09 Resonac、AI/HPC向け半導体パッケージの熱伝導率
30%向上を達成する革新的熱対策材料を開発

概要

Resonac（レゾナック）は、AI/HPC向け半導体パッケージの高性能化に伴う熱問題に
対応するため、熱伝導率を従来の30%向上させた革新的な熱界面材料（TIM）と封止材
を開発したと発表した。この新開発材料は、パッケージ内部の温度上昇を効果的に抑

制し、チップの信頼性と寿命の向上に大きく貢献すると期待されている。AIチップの
限界性能を引き出す上で、極めて重要な技術ブレークスルーとなる。

公開日 2026年08月22日  Chemical Daily  日本



詳細

主要成果

Resonacは、AI（人工知能）およびHPC（高性能計算）用半導体パッケージの消費電力
と発熱量の増大という喫緊の課題に対し、画期的な解決策となる次世代熱対策材料の開
発に成功した。新開発された熱界面材料（TIM: Thermal Interface Material）と封止材
は、従来の製品と比較して熱伝導率が30%も向上しており、パッケージ内部で発生する
熱を効率的に外部へ排出することを可能にする。この技術的成果は、AIチップの動作温
度を低く保ち、チップの安定動作、長期信頼性、そして最終的な寿命を大幅に改善する
上で極めて重要である。AIチップは、学習や推論処理で膨大な計算を行うため、局所的
な発熱が著しく、適切な熱管理なしにはその潜在能力を最大限に引き出すことができな
い。Resonacのこの新材料は、AIチップのさらなる高性能化と普及を促進する鍵となる
技術の一つである。

技術・材料詳細

Resonacが開発した熱対策材料は、ナノカーボン材料や特殊なセラミックスフィラーを
最適に複合化することで、高熱伝導率と低熱抵抗を実現している。主な特徴は以下の通
り：

高熱伝導率: 従来の製品比で30%以上の熱伝導率向上を達成。これにより、チップか
らヒートシンクへの熱伝達効率が大幅に向上する。

低熱抵抗: 薄膜形成性や界面密着性に優れ、熱伝達経路における熱抵抗を最小化。

高い信頼性: 熱サイクルや湿度環境下においても安定した性能を維持し、長期的な耐
久性を確保。

加工性: 塗布性や硬化性などの加工特性も最適化されており、量産プロセスへの適用
が容易。

これらの特性により、CPU、GPU、HBM（High Bandwidth Memory）など、複数のチッ
プを積層する先端パッケージング構造において、均一な熱放散と温度管理が可能とな
る。



背景・業界文脈

半導体の微細化が物理的限界に近づく中、パッケージング技術はチップ性能向上の重要
なフロンティアとなっている。特に、チップレットや3D積層技術の進展により、パッケ
ージ内部の電力密度は著しく増加し、発熱量もそれに比例して増大している。この熱問
題は、AI/HPCチップの性能スケーリングにおける最大のボトルネックの一つであり、冷
却ソリューションの進化が不可欠である。Resonacの今回の開発は、このボトルネック
を解消する重要な一歩であり、業界全体に大きな影響を与えるだろう。

今後の展望

Resonacは、今回開発した熱対策材料を、主要な半導体メーカーやOSAT（後工程専門業
者）に積極的に提案し、早期の市場導入を目指す。将来的には、より高い熱伝導率とさ
らに多様なパッケージング構造に対応する材料の開発を継続し、半導体の熱問題解決に
おけるリーディングカンパニーとしての地位を確立する方針である。この技術は、AIだ
けでなく、5G/6G通信、データセンター、自動車、パワーエレクトロニクスなど、高密
度・高発熱が課題となる幅広い分野での応用が期待される。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#10 Ajinomoto Fine-Techno、AIチップ向けABFフィルム
生産能力を増強、2027年前半に供給不足緩和へ

概要

Ajinomoto Fine-Technoは、AIチップ向けABF（Ajinomoto Build-up Film）フィルムの
爆発的な需要に対応するため、複数の製造拠点で生産能力を増強していることを明ら
かにした。同社は、2027年前半には主要顧客からの需要を満たせる体制が整うと見込

んでいる。しかし、超高機能な特定グレードのABFフィルムでは、引き続きタイトな
供給状況が続く可能性も示唆された。

公開日 2026年08月21日  The Wall Street Journal  日本



詳細

主要成果

Ajinomoto Fine-Technoは、AIチップ需要の急拡大を背景に、主要製品であるABF

（Ajinomoto Build-up Film）フィルムの生産能力を大幅に増強していることを発表し
た。この増強計画は、複数の製造拠点にわたるもので、同社は2027年前半までには、顧
客からの旺盛な需要を大部分満たせるようになると見込んでいる。ABFフィルムは、
CPUやGPUなどの高性能半導体パッケージの主要材料であり、特にAIプロセッサの高性
能化に伴う多層化、微細配線化に不可欠である。長らくAIチップの供給ボトルネックの
一つとされてきたABF基板不足の解消に向け、原材料であるABFフィルムの供給安定化
は極めて重要である。Ajinomoto Fine-Technoの今回の発表は、AI産業全体の健全な成長
を支える上で重要なマイルストーンとなる。

技術・製品詳細

ABFフィルムは、プリント基板の配線層を形成する際に使用される絶縁フィルムであ
り、以下の特性が求められる：

高耐熱性: 半導体製造プロセスにおける高温に耐え、安定した品質を維持。

低誘電損失: 高周波信号の伝送時に発生する信号損失を最小限に抑え、高速データ通
信を可能にする。

微細加工性: サブミクロンレベルの微細配線パターンを精度良く形成できる加工特
性。

低熱膨張係数: チップや基板との熱膨張係数のミスマッチを抑え、パッケージの反り
やクラックを防止し、信頼性を向上させる。

同社は、既存製品の増産に加え、次世代AIチップが要求するさらに高い性能を持つ「超
高機能グレード」のABFフィルムの開発と生産能力増強にも注力している。しかし、こ
の特定グレードについては、技術的難易度が高く、供給が引き続き逼迫する可能性も示
唆された。



背景・業界文脈

NVIDIA、AMD、Intelなどの半導体大手は、AIチップの開発競争を加速させており、そ
れに伴い、高機能ABF基板およびその原材料であるABFフィルムの需要がかつてないほ
ど高まっている。AIチップの複雑化、特にHBM（High Bandwidth Memory）との統合
は、ABF基板の層数を増加させ、より高度な材料特性を要求する。このため、ABFフィ
ルムの供給不足は、AIチップの生産計画に直接的な影響を与える状況が続いており、
Ajinomoto Fine-Technoのような主要サプライヤーの動向が注目されている。

今後の展望

Ajinomoto Fine-Technoの生産能力増強は、2027年前半に向けてAIチップの供給安定化
に大きく貢献すると期待される。同社は、今後も市場の需要動向を注視し、戦略的な設
備投資を継続することで、AI半導体エコシステムの中核を担うサプライヤーとしての地
位を強化する。また、さらなる高性能化を追求し、将来のAI技術の進化を材料面から支
える研究開発にも力を入れていく方針である。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#11 日本政府、異種統合・3D積層技術を重点に先端パッ
ケージング研究開発へ新補助金制度を導入、競争力強化へ

概要

経済産業省は、国内半導体産業の競争力強化に向け、先端パッケージング技術の研究
開発と量産設備投資を支援する新たな補助金制度を発表した。この制度は、特に異種
統合（ヘテロジニアスインテグレーション）や3D積層技術に重点を置き、サプライチ

ェーンの強靭化と技術ハブとしての日本の地位確立を目指す。国内外からの投資を誘
致し、日本の半導体エコシステム全体の活性化を狙う。

公開日 2026年08月20日  METI Press Release  日本



詳細

主要成果

経済産業省は、日本の半導体産業が国際競争力を回復し、将来の成長を確保するため
に、先端パッケージング技術に特化した新たな補助金制度の導入を発表した。この画期
的な施策は、特に異種統合（ヘテロジニアスインテグレーション）と3D積層技術の研究
開発、そしてそれらの量産化に向けた設備投資を強力に後押しすることを目的としてい
る。半導体の微細化が限界に近づく中、異なる機能を持つチップを一つのパッケージに
統合する先端パッケージング技術は、チップ性能向上とコスト削減の鍵を握る。日本政
府は、この分野で世界のリーダーシップを確立することで、半導体サプライチェーンに
おける日本の戦略的地位を強化し、安全保障上の重要性も高めることを目指す。

補助金制度の概要と重点技術

新たな補助金制度は、以下のような特徴を持つ：

対象分野: 異種統合技術（チップレット、SiP、Co-Packaged Opticsなど）、3D積層
技術（HBM、TSV、ハイブリッドボンディングなど）、およびそれらを支える基板材
料、製造装置、検査装置など。

支援対象: 国内外の半導体関連企業、研究機関、大学などが対象となり、共同研究や
コンソーシアム形成も推奨される。

目的: 基礎研究から実用化、量産化までの一貫した開発を支援し、技術革新の加速と
国内サプライチェーンの確立。

誘致効果: 補助金を通じて、国内外から先端パッケージング分野への投資を誘致し、
日本の技術ハブとしての魅力を高める。

特に、経済産業省は、データセンター向けAIアクセラレータや次世代HPC（高性能計
算）チップに不可欠な高密度・高機能パッケージング技術の確立を喫緊の課題と位置づ
けている。



背景・業界文脈

米国、韓国、欧州、中国など、世界各国が半導体産業への国家投資を拡大しており、特
に先端パッケージングは「新たな戦場」と化している。日本の半導体産業は、かつて世
界をリードしたが、近年は国際競争力が低下傾向にあった。しかし、半導体製造装置や
材料分野では依然として高いシェアを誇っており、この強みを活かし、先端パッケージ
ング分野で再浮上を目指す戦略が今回の補助金制度に反映されている。サプライチェー
ンの強靭化は、経済安全保障上の観点からも極めて重要である。

今後の展望

この補助金制度は、日本の半導体産業に新たな活力を与え、国際的な技術協力を促進す
る可能性を秘めている。Rapidusのような国内先端ロジックファウンドリの取り組みと
連携することで、日本は前工程から後工程までの一貫した最先端半導体エコシステムを
構築することを目指す。長期的には、この投資が日本の技術革新を加速させ、次世代の
AI、IoT、自動運転といった技術の発展を支える基盤となることが期待される。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#12 Applied Materials、3D積層チップ量産向けに超微細
ピッチ対応の「ハイブリッドボンディング」新プラットフ
ォームを発表

概要

Applied Materialsは、次世代3D積層チップの量産を可能にする、新しいハイブリッド

ボンディングプラットフォームを発表した。この革新的なシステムは、超微細ピッチ
での高精度アライメントと高いスループットを実現し、歩留まり向上に大きく貢献す
る。AI/HPC向けチップ製造におけるボトルネック解消に期待が集まっており、3D-IC

の商業化を加速させる鍵となる技術だ。

公開日 2026年08月28日  Business Wire  アメリカ



詳細

主要成果

Applied Materialsは、次世代の高性能半導体の実現に不可欠な3D積層チップの量産に向
け、新しいハイブリッドボンディングプラットフォームを発表した。この最先端のシス
テムは、チップとチップ、あるいはチップとウェハを直接、分子レベルで接合する技術
であるハイブリッドボンディングにおいて、従来の限界を超える超微細ピッチでの高精
度アライメントと高いスループットを同時に実現する。ハイブリッドボンディングは、
従来のマイクロバンプ接続に比べて、接続密度を大幅に高め、信号伝送距離を短縮する
ことで、AI（人工知能）やHPC（高性能計算）向けチップの性能向上と電力効率改善に
決定的な役割を果たす。Applied Materialsのこの新プラットフォームは、これまで研究
開発段階にあったこの技術の商業量産化への大きな一歩であり、3D-IC（3次元積層IC）
の普及を加速させる重要なブレークスルーとなる。

技術・プラットフォーム詳細

新プラットフォームの主な特徴と技術的優位性は以下の通り：

超微細ピッチ対応: 数ミクロン以下の極めて微細な接続ピッチでのハイブリッドボン
ディングを可能にし、より高密度な積層を実現。

高精度アライメント: 高度な光学システムと制御技術により、複数のチップをサブミ
クロンレベルの精度で位置合わせし、接合不良を最小限に抑制。

高スループット: 量産ラインにおける生産性を考慮し、高速な搬送とボンディングプ
ロセスを統合。

プロセス統合と歩留まり向上: 接合前処理からボンディング、そして最終的な検査ま
での一連のプロセスを最適化し、全体的な歩留まり改善に寄与。

柔軟な対応力: ダイ・ツー・ウェハ（D2W）およびウェハ・ツー・ウェハ（W2W）
の両方のハイブリッドボンディング方式に対応可能。

このプラットフォームは、次世代HBM（High Bandwidth Memory）スタック、チップレ
ット間の接続、そして3D-SoC（System-on-Chip）など、多岐にわたる先端パッケージ
ングアプリケーションへの適用が期待される。



背景・業界文脈

半導体の微細化がムーアの法則の限界に直面する中、チップレット技術や3D積層は、半
導体性能向上とコスト効率改善の新たなフロンティアとして注目されている。ハイブリ
ッドボンディングは、これらの技術を実現するための基盤となる技術であり、特にAIチ
ップの消費電力と発熱問題、そしてデータ伝送速度の課題を解決する上で不可欠であ
る。Applied Materialsは、半導体製造装置のリーディングカンパニーとして、このボト
ルネックを解消することで、業界全体のイノベーションを加速させる役割を担う。

今後の展望

Applied Materialsは、この新プラットフォームを主要な半導体メーカーやOSAT（後工程
専門業者）に展開し、3D積層チップの量産導入を積極的に支援していく方針である。将
来的には、より複雑なヘテロジニアスインテグレーション（異種統合）や、光電融合と
いった次世代技術への応用も視野に入れており、半導体パッケージング技術の進化をリ
ードし続けることが期待される。この技術は、AI、HPC、5G/6G通信、そして自動運転
など、データ中心の未来社会を支える基盤技術となる。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#13 KLA、AIアルゴリズム搭載の高速・高精度欠陥検査装
置を発表、CoWoSなど先端パッケージの歩留まり向上へ

概要

KLAは、高密度RDL（再配線層）や3D積層構造の欠陥を高速かつ高精度で検出する、AI

アルゴリズムを搭載した新しい検査装置を発表した。このソリューションは、微細化
が進む先端パッケージング工程での歩留まり管理を支援する。特に、CoWoSなどの高

度なパッケージングにおける検査課題に対応し、次世代AI/HPCチップの量産信頼性向
上に貢献する。

公開日 2026年08月27日  SEMI Global  アメリカ



詳細

主要成果

KLA Corporationは、半導体先端パッケージング工程における品質管理を革新する、AI

（人工知能）アルゴリズムを搭載した新しい欠陥検査ソリューションを発表した。この
新装置は、高密度なRDL（再配線層）や複雑な3D積層構造内部の微細な欠陥を、従来の
検査装置よりも高速かつ高精度に検出することが可能である。AIチップやHPC（高性能
計算）チップの性能向上に伴い、CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）などの先端パ
ッケージング技術が普及しているが、これらの複雑な構造では、微細な異物、配線ショ
ート/オープン、ビア不良、クラックといった欠陥が歩留まりに直結する。KLAの新検査
ソリューションは、これらの課題に対応し、製造プロセスの早期段階で欠陥を特定・分
析することで、全体的な歩留まり向上と製造コスト削減に貢献する。

技術・ソリューション詳細

KLAの新検査装置の主要な技術的特徴は以下の通り：

AIを活用したパターン認識: 独自のAIアルゴリズムにより、膨大な検査データから正
常パターンと異常パターンを自動で学習・識別。これにより、従来のルールベースの
検査では見逃されがちだった微細な欠陥や、新しいタイプの欠陥を高精度で検出。

高速スキャンとデータ処理: 高度な光学系と画像処理技術により、大型基板やウェハ
上の広範囲を高速でスキャン。同時に、AIプロセッサを搭載することで、検出された
欠陥データをリアルタイムで解析し、迅速な意思決定を支援。

3D構造欠陥の可視化: CT（コンピュータ断層撮影）のような三次元イメージング技術
と組み合わせることで、多層構造内部の隠れた欠陥や、積層チップ間の接合不良など
を可視化。

プロセス制御へのフィードバック: 検出された欠陥データは、製造プロセスにフィー
ドバックされ、パラメータの最適化や工程改善に役立てられる。これにより、歩留ま
りが継続的に改善されるループが確立される。

このソリューションは、特に、チップレット統合、HBM（High Bandwidth Memory）積
層、ハイブリッドボンディングといった最先端パッケージング技術の品質保証におい
て、その価値を発揮する。



背景・業界文脈

先端パッケージング技術の進化は、半導体産業における新たな競争領域となっており、
製造歩留まりの安定化は極めて重要な課題である。特にCoWoSのような技術は、複数の
ロジックチップやHBMをシリコンインターポーザー上に統合するため、各部品の品質に
加え、インターコネクトの信頼性が全体歩留まりを左右する。KLAは、半導体検査・計
測分野の世界的リーダーとして、常に最先端の課題に対応するソリューションを提供し
ており、今回の発表はAIチップ時代の品質管理を再定義する動きと言える。

今後の展望

KLAは、AIを組み込んだ検査・計測ソリューションをさらに進化させ、より複雑化する
先端パッケージングの課題に対応していく方針である。将来的には、インラインでのリ
アルタイム品質管理、予測分析、そして完全自動化された検査フローの実現を目指す。
これにより、半導体メーカーは、AI/HPCチップの生産コストを削減し、市場投入までの
時間を短縮することが可能となり、AI時代のイノベーションを加速させる基盤が強化さ
れる。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#14 Onto Innovation、パネルレベルパッケージング量産
化を加速する高精度・高速計測ソリューションを発表

概要

Onto Innovationは、パネルレベルパッケージング（PLP）の量産における課題解決の
ため、高精度な計測ソリューションを発表した。この新技術は、大型基板上の微細構
造を高速で測定し、プロセス制御と歩留まり最適化に貢献する。特に、PLPのコスト効

率を向上させ、スマートフォン、ウェアラブル、IoTデバイス向け半導体の普及を加速
させることが期待される。

公開日 2026年08月26日  Photonics.com  アメリカ



詳細

主要成果

Onto Innovationは、次世代半導体パッケージング技術として注目されるパネルレベルパ
ッケージング（PLP）の量産化を強力に後押しする、画期的な高精度計測ソリューショ
ンを発表した。PLPは、従来のウェハレベルパッケージング（WLP）に比べて、より大
型のパネル（基板）上で多数のチップを同時にパッケージングすることで、製造コスト
を大幅に削減できる可能性を秘めているが、その大型化ゆえのプロセス制御の難しさが
課題となっていた。Onto Innovationの新技術は、このPLPにおける製造課題、特に大型
基板上の微細構造の寸法精度管理や欠陥検出の難しさを克服することを目指す。これに
より、PLPの歩留まりと信頼性が向上し、コスト効率がさらに高まることで、スマート
フォン、ウェアラブルデバイス、IoTデバイス向け半導体など、幅広い分野でのPLPの普
及が加速すると期待される。

技術・ソリューション詳細

Onto Innovationが発表した計測ソリューションは、以下の主要な技術的特徴を持つ：

大型パネル対応の高速スキャン: 高解像度イメージングと高速ステージ制御を組み合
わせることで、最大600mm x 600mm級の大型パネル全面を迅速にスキャンし、包括
的なデータ取得が可能。

微細構造の高精度測定: サブミクロンレベルの微細配線、バンプ、ビア、RDL（再配
線層）などの寸法を、高い精度で非接触測定。

AIを活用した欠陥検出・分類: 機械学習アルゴリズムを導入し、膨大な計測データか
ら欠陥パターンを自動で識別・分類。これにより、誤検出を低減し、検査の効率化と
精度を向上。

リアルタイムプロセス制御へのフィードバック: 取得された計測データをリアルタイ
ムで解析し、製造プロセスのパラメータ調整や工程改善に即座にフィードバック。こ
れにより、プロセスドリフトを早期に検出し、歩留まりの継続的な最適化を支援。

このソリューションは、特にPLPにおけるウェハ反り、パターンずれ、異物混入といっ
た一般的な課題への効果的な対応を可能にする。



背景・業界文脈

PLPは、フリップチップ、ファンアウト、SiP（System-in-Package）などの先端パッケ
ージング技術を、より低コストで大量生産するための有望なアプローチとして注目を集
めている。特に、モバイルデバイスやIoT機器の小型化、多機能化が進む中で、パッケ
ージングのコスト効率は製品競争力に直結する。しかし、大型基板での均一なプロセス
制御は技術的な難易度が高く、これまで量産導入の障壁となっていた。Onto Innovation

の今回の発表は、この障壁を低減し、PLPの本格的な普及期を切り開くものとなる。

今後の展望

Onto Innovationは、PLP向け計測技術のリーディングカンパニーとして、今後も技術革
新を継続し、より複雑なパッケージ構造や新しい材料への対応を進める方針である。こ
のソリューションは、半導体メーカーやOSAT（後工程専門業者）にとって、PLPの競争
力を高め、新たな市場機会を創出する上で不可欠なツールとなるだろう。長期的には、
PLPの普及が半導体デバイスのコスト削減と性能向上を両立させ、より多くのアプリケ
ーションで高性能半導体が利用される社会の実現に貢献すると期待される。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#15 imec、インターポーザーにガラス基板を用いた3D積
層パッケージングでブレークスルーを発表、AI/HPC向け
に商用化加速

概要

ベルギーのマイクロエレクトロニクス研究機関imecは、インターポーザーとしてガラ

ス基板を利用した3D積層パッケージング技術における重要なブレークスルーを発表し
た。ガラス基板は、低誘電損失、優れた熱安定性、微細加工性から、次世代AI/HPCパ
ッケージングの有力候補として注目されている。imecは、複数のパートナー企業との

共同研究を通じて、この技術の商用化を加速させる方針であり、半導体業界に新たな
展望を拓く。

公開日 2026年08月25日  EETimes  ベルギー



詳細

主要成果

ベルギーに拠点を置く世界的なマイクロエレクトロニクス研究機関imecは、次世代半導
体パッケージング技術として期待されるガラス基板を用いた3D積層パッケージングにお
いて、重要な技術的ブレークスルーを達成したと発表した。この成果は、特にAI（人工
知能）やHPC（高性能計算）アプリケーションにおける、より高性能で電力効率の高い
チップの開発に大きく貢献するものである。ガラス基板は、従来の有機インターポーザ
ーやシリコンインターポーザーと比較して、優れた平坦性、低誘電損失、高い熱安定
性、そして微細加工の容易さといった独自の利点を持つ。これにより、複数のチップレ
ットやHBM（High Bandwidth Memory）を極めて高密度に統合することが可能となり、
信号伝送の高速化と消費電力の削減を実現する。imecの今回の発表は、この革新的な技
術の商用化を大きく前進させるものとして、半導体業界から大きな注目を集めている。

技術・開発詳細

imecが達成したガラス基板を用いた3D積層パッケージング技術の主な進展は以下の通
り：

超微細貫通ビア（TGV）技術の確立: ガラス基板を貫通するTGVの形成において、こ
れまでの課題であった側面エッチングの制御と高アスペクト比の実現に成功。これに
より、高い配線密度と優れた電気的性能を確保。

低反り・高信頼性プロセス: 大型ガラス基板でのプロセス中に発生する反り
（Warpage）を抑制する技術を確立。これにより、複数のチップを積層する際の歩留
まり向上と、パッケージ全体の信頼性向上に寄与。

異種統合への対応: ガラスインターポーザー上に、異なる材料やプロセスで製造され
た複数のチップレット（ロジック、メモリ、RFなど）を効率的に統合する技術を開
発。

光電融合技術との連携: 将来的な光インターコネクトの導入を見据え、ガラス基板上
に光導波路や光素子を形成する技術の研究も推進。

imecは、主要な半導体メーカーや装置サプライヤーを含む複数のパートナー企業と共同
で研究開発を進めており、これらの技術の早期実用化を目指している。



背景・業界文脈

半導体業界では、ムーアの法則の減速が指摘される中、先端パッケージング技術がチッ
プ性能向上とコスト削減の新たなフロンティアとなっている。特に、チップレットアー
キテクチャや3D-ICの実現には、高性能なインターポーザーが不可欠であり、ガラス基
板はその有力な候補として浮上している。米国や韓国でもガラス基板技術への投資が活
発化しており、imecのブレークスルーは、この技術競争において欧州が重要な役割を果
たす可能性を示している。

今後の展望

imecのガラス基板を用いた3D積層パッケージング技術は、今後数年以内にAI/HPCチッ
プ、高性能ネットワークチップ、そして自動運転用プロセッサなどへの適用が期待され
る。商用化が加速すれば、チップ設計の柔軟性が向上し、より複雑で高性能なシステム
インパッケージ（SiP）ソリューションの実現が可能となる。imecは、この技術をさら
に発展させ、半導体業界全体のイノベーションを牽引し続けることで、次世代のエレク
トロニクスを支える基盤技術を提供していく方針である。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#16 フラウンホーファーIZM、高密度配線可能なフレキシ
ブルハイブリッド基板（FHS）技術をデモンストレーショ
ン、ウェアラブル・IoTデバイスに新境地

概要

フラウンホーファーIZMは、高密度な配線が可能なフレキシブルハイブリッド基板

（FHS）技術をデモンストレーションした。この革新的な技術は、複数の異なる半導
体チップと受動部品を柔軟な基板上に統合し、小型化と高性能化を両立させる。ウェ
アラブルデバイスやIoTデバイス向けの先端パッケージング応用が期待されており、次

世代のエレクトロニクス製品に新たな設計の自由度をもたらす。

公開日 2026年08月24日  Semiconductor Engineering  ドイツ



詳細

主要成果

ドイツの応用研究機関フラウンホーファーIZM（Fraunhofer Institute for Reliability and

Microintegration）は、高密度配線が可能なフレキシブルハイブリッド基板（FHS:
Flexible Hybrid Substrate）技術の最新デモンストレーションを実施した。このFHS技術
は、従来の硬質なプリント基板では実現困難であった、優れた柔軟性と高い集積度を両
立させることで、次世代の小型・高性能エレクトロニクス製品に新たな可能性を拓くも
のである。FHSは、曲げたり、ねじったりできる柔軟な基板上に、複数の半導体チップ
（ASIC、MCUなど）や受動部品（抵抗、コンデンサ）を直接実装し、高密度な配線で
接続することを可能にする。この技術により、ウェアラブルデバイス、医療用センサ
ー、インプラント、そして各種IoT（モノのインターネット）デバイスなど、特に小型
化と自由な形状が求められるアプリケーションにおいて、フットプリントの大幅な削減
と機能性の向上が期待される。

技術・開発詳細

フラウンホーファーIZMがデモンストレーションしたFHS技術の主な特徴は以下の通
り：

高密度配線: 微細なライン/スペース（L/S）技術をフレキシブル基板に適用し、複雑
な回路パターンと多数のI/O接続を実現。

異種統合: シリコンベースの半導体チップだけでなく、MEMS（微小電気機械システ
ム）センサー、RFモジュール、電源管理ICなど、異なる種類の部品を同一基板上にシ
ームレスに統合。

柔軟性と耐久性: 薄型で曲げ可能な高分子材料を基板として採用し、繰り返し曲げや
ねじりに対する高い耐久性を確保。これにより、身体装着型デバイスなど、動的な環
境下での使用が可能。

熱マネジメント: 柔軟な材料でありながら、高発熱部品の効率的な放熱を可能にする
熱伝導性材料や構造設計を統合。

小型・軽量化: パッケージ全体を薄く、小さく、軽くすることで、最終製品のフォー
ムファクターを大幅に改善。

IZMは、このFHS技術が、医療、自動車、航空宇宙、コンシューマエレクトロニクスな
ど、幅広い分野での応用を可能にすると強調している。



背景・業界文脈

IoTデバイスの爆発的な増加と、ウェアラブルデバイスの進化は、エレクトロニクス製
品の小型化と高性能化を一層推進している。従来の剛性プリント基板や個別のパッケー
ジ部品では、これらの要求を満たすことが難しくなっており、柔軟性と集積度を両立す
る新しいパッケージング技術が求められている。フレキシブルハイブリッド基板技術
は、このような市場ニーズに応えるものであり、研究開発機関による技術革新が、産業
界全体の製品開発に大きな影響を与える。

今後の展望

フラウンホーファーIZMのFHS技術は、プロトタイプ段階から量産化への橋渡しとなる
ことが期待される。今後は、材料供給元、製造装置メーカー、そして最終製品メーカー
との連携をさらに深め、この技術の早期実用化と市場導入を目指す。FHSの普及によ
り、より小型で多機能、かつ身体にフィットするウェアラブルデバイスや、様々な環境
に設置可能なスマートセンサーの登場が加速し、私たちの生活や産業活動に新たな価値
をもたらすだろう。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#17 オーストリアAT&S、高性能計算（HPC）向けIC基板
の生産能力増強計画を加速、データセンター需要に対応

17_オーストリアAT&S、高性能計算（HPC）向けIC基板の生産能力増強計画を加速、データセ
ンター需要に

概要

オーストリアのパッケージ基板メーカーAT&Sは、高性能計算（HPC）アプリケーショ

ン向けのIC基板生産能力増強計画をさらに加速すると発表した。この戦略的な動き
は、サーバーやデータセンター市場からの旺盛な需要に対応し、主要顧客への供給を
安定させることを目的としている。同社は、特に高多層、高密度配線基板の技術開発

にも積極的に投資しており、HPC市場でのリーダーシップを強化する。

公開日 2026年08月23日  Business Journal  オーストリア



詳細

主要成果

オーストリアに本社を置く世界的なパッケージ基板メーカーであるAT&Sは、急速に拡
大する高性能計算（HPC）市場の需要に応えるため、IC基板の生産能力増強計画を大幅
に加速することを決定した。この積極的な投資は、AI（人工知能）やデータセンター向
けサーバープロセッサに使用される高機能IC基板の安定供給を確保し、AT&SのHPC市場
における競争優位性をさらに強化することを目的としている。HPCアプリケーションで
は、CPU、GPU、AIアクセラレータなどの半導体チップが、膨大なデータを高速で処理
するために、極めて高い電気的性能と信頼性を持つパッケージ基板を必要とする。
AT&Sの今回の能力増強は、このような最先端の要求に応えるものであり、主要な半導
体メーカーへの供給責任を果たす上で重要な意味を持つ。

技術・製品詳細

AT&Sが増産と技術開発に注力するIC基板は、以下の技術的特徴を持つ：

高多層・高密度配線: 高性能チップの多数のI/O（入出力）を接続するため、高層化さ
れた基板内に微細な配線パターン（ライン/スペース）を形成する技術。

低誘電損失材料: 高周波信号の高速伝送時に発生する信号損失を最小限に抑えるた
め、特殊な低誘電材料を使用。

高放熱設計: 高発熱チップの効率的な冷却を支援するため、熱伝導性の高い材料の統
合や、放熱経路を最適化した構造設計。

反り抑制技術: 大型化・高多層化が進む基板の反りを抑制し、パッケージング工程で
の歩留まりを向上。

これらの技術は、特にHBM（High Bandwidth Memory）を搭載したAIアクセラレータ
や、チップレット構造を持つ次世代CPUのパッケージングに不可欠である。



背景・業界文脈

AIの進化とクラウドコンピューティングの拡大は、データセンターインフラへの投資を
加速させており、それに伴いHPC向けIC基板の需要は爆発的に増加している。市場調査
によると、HPC向けIC基板市場は今後も年率10%以上の成長が見込まれており、供給不
足が懸念されている。このような状況下で、AT&Sのような主要サプライヤーによる積
極的な能力増強は、業界全体の健全な成長を支える上で極めて重要な意味を持つ。欧州
に拠点を置くAT&Sの増産は、アジアに集中しがちなサプライチェーンの分散にも貢献
する。

今後の展望

AT&Sは、継続的な研究開発と設備投資を通じて、HPC市場におけるリーディングポジ
ションをさらに強化していく方針である。将来的には、より微細なピッチでの接続、よ
り高周波対応の材料開発、そして環境負荷低減型プロセスの導入などを進め、次世代の
パッケージングソリューションを市場に提供する。AT&Sの今回の加速計画は、AI時代
の半導体技術進化を支える上で、重要な役割を果たすことになるだろう。

元記事: #

収集日: 2026年08月28日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



#18 Infineon、EU半導体法に基づき欧州域内で先端パッ
ケージング連携を強化、チップレット・異種統合のサプラ
イチェーン構築へ

概要

Infineonは、欧州連合（EU）の半導体法に基づき、欧州域内での先端パッケージング

技術開発におけるパートナーシップを強化すると発表した。この戦略は、チップレッ
ト技術や異種統合のサプライチェーンを欧州内で構築し、半導体の戦略的自律性を高
めることを目的としている。これにより、自動車や産業制御分野における高性能チッ

プの安定供給を目指し、欧州の産業競争力を強化する。

公開日 2026年08月22日  Reuters  ドイツ



詳細

主要成果

ドイツの半導体メーカーInfineon Technologiesは、欧州連合（EU）が推進する「欧州半
導体法（EU Chips Act）」の枠組みの下、欧州域内での先端パッケージング技術開発に
おける連携を大幅に強化すると発表した。この動きは、半導体サプライチェーンのグロ
ーバルな再編が進む中で、欧州の半導体産業が戦略的自律性を確立し、国際競争力を高
めるための重要な一歩となる。Infineonは、特にチップレット技術や異種統合（ヘテロ
ジニアスインテグレーション）に焦点を当て、欧州域内の研究機関、大学、他の企業と
の協業を深める方針である。この連携強化により、欧州は自動車、産業制御、電力管理
などの主要分野で求められる高性能半導体の安定供給を確保し、外部への依存度を低減
することを目指す。

技術・連携詳細

Infineonが重点を置く先端パッケージング技術は以下の通り：

チップレット技術: 異なる機能を持つ小型チップ（チップレット）を組み合わせ、単
一のパッケージ内に統合する技術。設計の柔軟性、コスト効率、性能向上に貢献す
る。

異種統合（ヘテロジニアスインテグレーション）: ロジック、メモリ、センサー、RF

などの異なるタイプの半導体を一つのパッケージに統合し、システムの小型化と高機
能化を実現。

SiP（System-in-Package）ソリューション: 複数の機能ブロックを単一パッケージに
統合することで、システムの小型化、高性能化、低消費電力化を達成。

先進的な実装技術: ハイブリッドボンディング、マイクロバンプ接続、RDL（再配線
層）などの微細化技術。

これらの技術開発は、欧州域内の製造拠点における量産能力の強化とも密接に連携し、
研究開発から生産までのバリューチェーン全体を欧州内で完結させることを目指す。
Infineonは、これまで培ってきたパワー半導体や車載半導体における専門知識を、先端
パッケージング分野にも展開していく。



背景・業界文脈

地政学的な緊張の高まりやCOVID-19パンデミックによるサプライチェーンの混乱は、
世界各国に半導体製造能力の国内回帰や地域内構築を促している。EU半導体法は、
2030年までに世界の半導体生産におけるEUのシェアを20%に倍増させることを目標と
し、そのために430億ユーロ（約6兆8000億円）以上の公共・民間投資を動員する計画
である。Infineonの今回の発表は、この大規模な戦略に沿ったものであり、特に欧州が
強みを持つ自動車や産業分野における半導体技術の自給自足を目指すものだ。

今後の展望

Infineonのこの取り組みは、欧州における先端パッケージング技術エコシステムの構築
を加速させ、同地域の半導体産業全体の競争力を高める重要な役割を果たす。将来的に
は、この連携が新たなイノベーションを生み出し、自動運転、再生可能エネルギー、ス
マートファクトリーといった分野での欧州の技術的リーダーシップをさらに強固にする
だろう。Infineonは、これらの技術を通じて、より持続可能でインテリジェントな社会
の実現に貢献することを目指す。
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